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Nationales Vorwort

Für die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 651 �Steckverbinder� der DKE  Deutsche Kom-
mission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zuständig.

Norm-Inhalt war veröffentlicht als E DIN EN 61076-4-115:2002-05.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 48B �Connectors� erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2007 unverändert bleiben
soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation
� bestätigt,
� zurückgezogen,
� durch eine Folgeausgabe ersetzt oder
� geändert.

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein
Zusammenhang besteht, grundsätzlich über die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel:
IEC 60068 ist als EN 60068 als Europäische Norm durch CENELEC übernommen und als DIN EN 60068 ins
Deutsche Normenwerk aufgenommen.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geändert. Zu den bisher verwendeten Normnummern
wird jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

Anmerkung zu den Begriffen �Bauartspezifikation� und �Spezifikation�

Die Anwendung der Begriffe �Bauartspezifikation� und �Spezifikation� in dieser Norm ist dadurch bedingt,
dass dieses Dokument auf einem �Vordruck für Bauartspezifikation� basiert. Da dieses Dokument jedoch dem
öffentlichen Einspruchsverfahren unterzogen wurde, hat es den Status einer Norm.

Beginn der Gültigkeit

Die EN 61076-4-115 wurde am 2003-05-01 angenommen.

Full document details: DIN EN 61076-4-115:2004-02
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Vorwort

Der Text des Schriftstücks 48B/1288/FDIS, zukünftige 1. Ausgabe von IEC 61076-4-115, ausgearbeitet von
dem SC 48B �Connectors� des IEC/TC 48 �Electromechanical components and mechanical structures for
electronic equipment�, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am
2003-05-01 als EN 61076-4-115 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

� spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veröffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung übernommen werden
muss (dop): 2004-03-01

� spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zurückgezogen werden
müssen (dow): 2006-05-01

Die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) und CENELEC weisen auf die Tatsache hin, dass bei
Einhaltung dieses Schriftstücks die Nutzung von Patenten erforderlich sein kann, und zwar bezüglich

a) einer elektrischen Steckverbindung, die einen elektrischen Kontakt mit Kontaktvorrichtungen für äußere
Anschlüsse herstellt, z. B. Lötpunkte auf Leiterplatten;

b) einer elektrischen Steckverbindung, die einen elektrischen Kontakt mit äußeren Anschlüssen, die Kon-
taktvorrichtungen mit Kontaktflächen haben, herstellt, z. B. Lötpunkte auf einer Leiterplatte;

c) einer elektrischen Steckverbindung mit einem elektrischen Steckverbinder, der eine Anschlussposition
und Kontaktvorrichtungen für die Herstellung eines Kontakts zwischen einer ersten und einer zweiten
Leiterplatte hat.

Die IEC und CENELEC beziehen keine Position hinsichtlich Aussage, Gültigkeit und Anwendungsbereich der
Patente.

Der Eigentümer dieser Patentrechte hat der IEC versichert, dass er gewillt ist, jedem Interessenten Lizenzen
dieser Patente zu angemessenen und nicht benachteiligenden Fristen und Bedingungen einzuräumen. In
dieser Hinsicht ist die Erklärung des Eigentümers der Patentrechte bei der IEC registriert. Die Einzelheiten
sind erhältlich von:

Tyco Electronics Corporation
PO Box 3608
Harrisburg, PA 17105-3608
USA

Es sollte auf die Möglichkeit geachtet werden, dass einige Teile dieser Internationalen Norm Bestandteil von
anderen Patentrechten sein können als den oben genannten. IEC und CENELEC sind für die Erkennung ein-
zelner oder aller Patentrechte nicht verantwortlich zu machen.

Anhänge, die als �normativ� bezeichnet sind, gehören zum Norminhalt.

In dieser Norm sind die Anhänge A, B und ZA normativ.

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefügt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61076-4-115:2003 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abände-
rung als Europäische Norm angenommen.
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IEC SC 48B � Steckverbinder

Elektronische Bauelemente mit bewerteter Qualität
entsprechend IEC 61076-1:1995

Vordruck für Bauartspezifikation

IEC 61076-4-001, Ausgabe 1, 1996

Einteiliger Hybrid-Steckverbinder, gegliedert in
einen Bereich für Hochgeschwindigkeitsübertra-
gung im Rastermaß 3 mm und einen für Niederge-
schwindigkeitsübertragung mit Versorgungs- und
Masseanschluss im Rastermaß 2 mm,
für gedruckte Schaltungen und Rückplatten nach
IEC 60917-2-2.

Hybrid-Steckverbinder mit zwei unterschiedlichen
Kontaktbereichen, 2 Reihen mit 12 Kontaktpaaren für
paarweise differentielle Signalübertragung mit 3 mm
Raster und
1 Reihe mit 18 Kontakten im Rastermaß 2 mm für An-
wendungen mit geringer Übertragungsrate oder Ver-
sorgungsanschlüsse.

Der feste Steckverbinder ist 50 mm hoch und ist in
Einpresstechnik oder Oberflächenverlötung kontak-
tierend auf die Rückplatte montiert.

Die Schnittstelle der Einschubkarte wird durch eine
Kontakthaube geschützt.

Anforderungsstufe (PL): 1

In der Liste qualifizierter Produkte werden Informationen über die Verfügbarkeit solcher Artikel angegeben,
welche dieser Bauartspezifikation entsprechen.
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1 Allgemeine Informationen

1.1 Empfohlenes Montageverfahren

Drei Methoden zur Montage auf der Rückplatte können angewendet werden.

a) Einpress-/Anpress-Verbindung

Der feste Steckverbinder ist an 18 Einpresskontakten für geringe Übertragungsraten und an vier zusätz-
lichen Einpresskontakten an der Rückplatte befestigt.
Die Kontaktierung für höhere Übertragungsraten wird mittels Anpresskontakten hergestellt, siehe Bild 1.

Bild 1 � Montage durch Einpress-/Anpress-Technik

b) Nur Einpresskontakte

In Beratung.

c) Oberflächenverlötete Verbindungstechnik

In Beratung.

Die Einschubkarte hat einen überstehenden Steg mit Kontaktflächen für die Anpressverbindungen. Der Steg
wird durch eine Aufnahme geschützt, die permanent oder entfernbar montiert werden kann.

Anzahl der Kontakte und Kontaktöffnungen

Tabelle 1 � Anzahl der Kontakte im festen Steckverbinder

Bauform Anzahl E/A-Kanäle Symmetrische Paare
Kontakte für niedere
Übertragungsraten

A 4 × E/A-Kanäle 4 + 4 18

C 12 × E/A-Kanäle 12 + 12 18

Full document details: DIN EN 61076-4-115:2004-02
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Tabelle 2 � Anzahl der Öffnungen in der Kontaktaufnahme

Bauform
Aufnahmen für

differentielle Paare
Aufnahmen für

Niedergeschwindigkeitskontakte

I 12 + 12 18

1.2 Kennwerte und Eigenschaften

Bereich für hohe Übertragungsrate

Anpresskontakte Gabelförmige Kontakte mit unabhängig voneinander arbeitenden Längsleitern

Luft- und Kriechstrecken min. 0,3 mm zwischen den Kontakten und zwischen Kontakt und Masse

Nennspannung 100 Veff zwischen den Paarkontakten

100 Veff von Paar nach Masse

Nennstrom 0,25 A pro Kontaktpaar bei 70 °C (alle Kontakte bestückt)

Isolationswiderstand min. 1 GΩ

Differentielle Impedanz 100 Ω ± 10 Ω bei einer Signalanstiegszeit von 100 ps im Steckverbinder

Bereich für niedere Übertragungsrate

Anpresskontakte Gabelförmige Kontakte mit unabhängig voneinander arbeitenden Längsleitern

Luft- und Kriechstrecken min. 0,8 mm zwischen den Kontakten und zwischen Kontakt und Masse

Nennspannung 500 Veff zwischen den Kontakten

500 Veff von Kontakt nach Masse

Nennstrom 2,5 A pro Kontaktpaar bei 70 °C (alle Kontakte bestückt)

Isolationswiderstand min. 5 GΩ

Leiterplatte Bereich der Leiterplattenstärke bei Verwendung mit gleichem festem

Steckverbinder = 1,44 mm bis 2,64 mm

Bereich der Leiterplattenstärke bei vorgegebener Aufnahme

= ± 10 % der Nenndicke

Rückplatte min. 1,6 mm

durchkontaktierte Einpressbohrungen für Verbindung mit niedriger Geschwindig-
keit = ∅ 0,6 mm ± 0,05 mm

Durchmesser der Einpressbohrung für die Aufnahmekontakte des festen Steck-
verbinders = ∅ 1 mm + 0,09 mm/� 0,06 mm

1.3 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

IEC 60068-1:1988, Environmental testing � Part 1: General and guidance

IEC 60352-5:2001, Solderless connections � Part 5: Solderless press-in connections � General requirements,
test methods and practical guidance

IEC 60512 (alle Teile), Connectors for electronic equipment � Tests and measurements

IEC 60512-1-100:2001, Connectors for electronic equipment � Tests and measurements � Part 1-100:
General � Applicable publications
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IEC 60917-2-2:1994, Modular order for the development of mechanical structures for electronic equipment
practices � Part 2: Sectional specification � Interface co-ordination dimensions for the 25 mm equipment
practice � Section 2: Detail specification � Dimensions for subracks, chassis, backplanes, front panels and
plug-in units

IEC 61076-1:1995, Connectors with assessed quality for use in d.c. low frequency analogue and digital high-
speed data applications � Part 1: Generic specification

IEC 61076-4:1995, Connectors with assessed quality for use in d.c. low frequency analogue and digital high-
speed data applications � Part 4: Sectional specification � Printed board connectors

IEC 61076-4-001:1996, Connectors with assessed quality for use in d.c. low frequency analogue and digital
high-speed data applications � Part 4: Printed board connectors � Section 001: Blank detail specification

ISO 1302: 2002, Geometrical product specification (GPS) � Indication of surface texture in technical product
documentation

1.4 Kennzeichnung

Die Kennzeichnung des Steckverbinders und seiner Verpackung ist in Übereinstimmung mit IEC 61076-4, 2.6
vorzunehmen.

1.5 IEC-Typbezeichnung

Definitionen siehe 2.1, Kennzeichnung von Bauformen und Ausführungen siehe 2.2. Die Bezeichnung ist von
2.5 der IEC 61076-4 abgeleitet.

ANMERKUNG �L�  steht für Buchstabe; �N� steht für Ziffer.

Beispiel für einen festen Steckverbinder

Fester Steckverbinder Bauform C, Einpress-/Anpresstechnik, mit 2 × 12 symmetrischen Paaren und 18 Kon-
takten für niederbitratige Übertragung, vergoldet, Anforderungsstufe 1 wird folgendermaßen gekennzeichnet:

IEC 61076-4-115 � C4818 � CP � 11
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Beispiel für einen geführten Steckverbinder

Ein geführter Steckverbinder Bauform 1 mit Öffnungen für 2 × 12 symmetrische Paare und 18 Kontakten für
niederbitratige Übertragung, Anforderungsstufe 1 wird folgendermaßen bezeichnet:

IEC 61076-4-115 � I4818 � CP � 11

1.6 Bestellangaben

Für Bestellungen von Steckverbindern dieser Bauartspezifikation ist die IEC-Typbezeichnung nach 1.5 zu
verwenden.

2 Technische Informationen

2.1 Definitionen

Für diesen Teil der IEC 61076-4 gelten die folgenden Definitionen.

2.1.1 Mechanische Eigenschaften

Kontakthaube/Aufnahme � schützende Kunststoffhaube zur Aufnahme der an den Leiterplattenecken abge-
rundeten Kontaktleiste der Einsteckeinheit. Sie bildet eine stabile und präzise Schnittstelle mit dem festen
Steckverbinder; sie führt die Kontaktstreifen auf die Leiterplattenkontaktpunkte und stellt die Kontaktierung
während des Einsteck- und Auszugprozesses der Einsteckeinheit her.

2.1.2 Kontakte und Anschlüsse

Kontaktbereich � Bereich des Abstands der Bezugsebenen auf der festen und freien Leiterplatte, in wel-
chem der spezifizierte Kontaktwiderstand erreicht wird

Kontaktfeder � stellt die Verbindung zum Kontaktpunkt auf der Leiterplatte her; sie ist im Allgemeinen be-
schichtet und hat die Form des hinteren Teils einer Gabel

Anpresskontakt � lötfreie Verbindung zwischen einer Kontaktfeder und einer Kontaktfläche auf einer Leiter-
platte. Die Verbindung wird durch bestimmten Druck auf den Kontaktbereich hergestellt, welcher durch eine
dauerhafte Anpresskraft und die sphärische Kontaktform erzeugt wird.

doppelter Anpresskontakt � Verbindung zwischen einer gabelförmigen Kontaktfeder und dem Kontaktbe-
reich auf der Leiterplatte

2.1.3 Vorgang der Kontaktierung

Kontaktebene � Anordnung von Kontakten, die gleichzeitig den Kontakt herstellt bzw. löst und die dafür not-
wendige Genauigkeit besitzt

Kontaktierungsvorgang � vorgegebener Ablauf für die Kontaktierung bzw. Trennung der Anschlüsse ver-
schiedener Kontaktebenen, welcher sicherstellt, dass alle Kontakte einer Kontaktebene nach der vorher-
gehenden und vor der nächsten verbunden bzw. getrennt werden
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2.2 Übersicht der Bauformen und Ausführungen

2.2.1 Steckverbinderbauformen

Tabelle 3 � Übersicht der festen Steckverbinder

Bauform Farbe Ein-/Ausgänge Länge

A Schwarz 4 × 50 mm

C Blau 12 × 50 mm

Tabelle 4 � Übersicht der Steckkartenaufnahmen

Bauform
Steckvorgang für niedere

Übertragungsraten

I InfiniBand-Konfiguration (siehe 3.7.2)

2.2.2 Anschlussausführung

Anschluss zur Rückplatte

Tabelle 5 � Anzahl der Kontakte auf der Rückplatte

Montagemethode Bereich Anschlusstyp Maße

Hochgeschwindigkeit 2fache Verbindung durch
Anpressen

�Einpress-/Anpresstechnik

Niedergeschwindigkeit Einpressverbindung nach
IEC 60352-5

∅ 0,6 mm ± 0,05 mm

Hochgeschwindigkeit In Bearbeitung In BearbeitungEinpresstechnik

Niedergeschwindigkeit Einpressverbindung nach
IEC 60352-5

∅ 0,6 mm ± 0,05 mm

Hochgeschwindigkeit In Bearbeitung �Oberflächenmontage, verlötet

Niedergeschwindigkeit In Bearbeitung �

Anschluss der Einschubkarte

Alle gabelförmigen Kontakte müssen 2fache Anpresskontakte an den Kontaktstellen auf der Einsteckleiter-
platte herstellen.

2.2.3 Varianten der Aufnahme

Dicke der Einschubkarte

Tabelle 6 � Übersicht über die Varianten der Einschubaufnahme

Variante Dicke der Einschubkarte Dicken-Toleranz

1 1,6 mm 1,44 mm � 1,76 mm

2 2,0 mm 1,8 mm � 2,2 mm

3 2,4 mm 2,16 mm � 2,64 mm

2.3 Anwendungsinformationen

2.3.1 Beschreibung des Steckverbinders

Grundsätzlich besteht der Steckverbinder aus einem Teil, das auf die Rückplatte montiert wird.
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Auf die Einschubkarte wird die Kontaktaufnahme gesteckt.

Die normativen Festlegungen in dieser Spezifikation beziehen sich lediglich auf die äußeren Merkmale der
Kontaktaufnahme, welche die Schnittstelle zum festen Leiterplattensteckverbinder bestimmen.

Die Anordnung und die Vergoldung der Kontakte auf der Einschubkarte sind gleich bedeutend wichtig für die
Funktionstüchtigkeit der Schnittstelle und daher auch Teil der normativen Festlegungen dieser Spezifikation.

Zur Veranschaulichung wird nachfolgend die Kontaktleiste der Einschubkarte und die Kontaktaufnahme zur
Information in einer Skizze dargestellt

Bild 2 � Beispiel der Kontaktaufnahme, die auf die Kontaktleiste der Einschubkarte aufgesteckt
wird

Die zwei Bereiche des Verbinders

Die beiden Bereiche für Hochgeschwindigkeits- und Niedergeschwindigkeitsübertragung haben unterschied-
liche Eigenschaften und Prüfprogramme. Ihre mechanischen Leistungsmerkmale und Verbindungstechniken
sind grundlegend verschieden.

Bereich für hohe Übertragungsraten

Die Kontaktpaare in diesem Bereich sind in einem elektrisch leitenden Sockel angebracht. Durch Einschieben
der Einschubkarte wird die Haube gegen die Aufnahme gedrückt, wodurch die gabelförmigen Kontaktstreifen
durch die Öffnungen der Aufnahme greifen und einen zweiseitig gleitenden Anpresskontakt auf die Kontakt-
flächen auf der Bestückungsseite der Leiterplatte herstellen.

Das Herausziehen der Einsteckeinheit aus der Aufnahme unterbricht alle Kontakte und führt diese zurück in
die Ausgangsstellung.

Nocken halten den Sockel in der Aufnahme und kontrollieren seine Steckbewegung.

Bereich für niedrige Übertragungsraten

Diese Kontakte arbeiten ähnlich den Leiterplatten-Randkontakten. Anstatt jedoch durch den Leiterplattenrand
die Kontaktfedern zu öffnen, werden durch den abgerundeten Rand der Haube die gabelförmigen Kon-
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taktfedern in Vertiefungen geführt, in welchen ein zweiseitiger Anpresskontakt auf die Kontaktpins auf der
Leiterplattenlötseite entsteht.

Durch die abgestufte Länge der Öffnungen entsteht beim Einsteckvorgang eine Reihenfolge in der Kontakt-
gabe der niederbitratigen Kontakte (siehe 2.3.3).

Dicke der Einschubkarte

Der feste Steckverbinder kann Einschubkarten verschiedener Dicken aufnehmen. Die Bezugsebene der Ein-
steckkarte � die Bestückungsseite � muss immer an der gleichen Position verbleiben; die verschiedenen Lei-
terplattenstärken werden durch die Flexibilität der niederbitratigen Kontakte ausgeglichen.

Die Außenmaße der Kontakthaube bleiben für jede Einsteckkartendicke die gleichen, nur die Tiefe der Öff-
nungen der Kontakte für niederbitratige Anwendungen variiert.

2.3.2 Kontaktfestelegung

2.3.3.1 Festlegung der Kontakte an der Rückplattenverdrahtung

a) Fester Steckverbinder in Einpress-/Anpressmontage

Bild 3 � Zuordnung der Kontakte auf der Rückplatte für Einpress-/Anpressmontage

b) Fester Steckverbinder in Einpressmontage

In Bearbeitung.

c) Fester Steckverbinder für oberflächenverlötete Montage

In Bearbeitung.
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2.3.2.2 Festlegung der Kontakte auf der Einschubkarte

a) Bestückungsseite der Einschubkarte

Bild 4 � Zuordnung der Kontakte auf der Bestückungsseite

b) Lötseite der Einschubkarte

Bild 5 � Zuordnung der Kontakte auf der Lötseite

2.3.3 Anordnung der Kontaktebenen

Im Kontaktbereich für Hochgeschwindigkeitsübertragung werden alle Verbindungen gleichzeitig hergestellt.
Die Kontaktgabe erfolgt frühestens 2,3 mm vor vollständigem Einschub; endgültige Kontaktgabe besteht
spätestens 1,7 mm vor vollständigem Einschub.

Im Kontaktbereich für niedrige Übertragungsraten erfolgt die Kontaktierung in vier verschiedenen Stufen mit
mindestens 1,5 mm Vorschubdifferenz.
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Bild 6 � Kontaktbereich für niedrige Übertragungsraten � Öffnungen in der
Aufnahmehaube steuern den Kontaktübergabevorgang

Der Potentialanstieg zwischen den Kontakten beim Steckvorgang muss bei der Zuordnung der Kontakt-
positionen zu den verschiedenen Kontaktierungsebenen berücksichtigt werden, um Fehlanpassungen beim
Steckvorgang zu vermeiden.

2.3.4 Polarisation und Kodierung

Die Form der Steckkartenöffnung im festen Steckverbinder verhindert falsche Kontaktierungen. Kodierungs-
funktionen sind nicht vorgesehen.

2.3.5 Montage auf die Rückplatte

Für die Montage auf die Rückplattenverdrahtung sind drei verschiedene Methoden anwendbar.

a) Einpress-/Anpresskontaktierung

Die Verbindung für Hochgeschwindigkeitssignale auf die Rückplatte erfolgt über gabelförmige Anpress-
kontakte. Während des Lebenszyklus der Steckverbindung muss die Einpresszone dieser Kontakte
einen zuverlässigen und gleich bleibenden Druck erhalten.

Die Haube des festen Steckverbinders ist einseitig mit Metallstiften in durchkontaktierten Bohrungen ein-
gepresst, auf der anderen Seite wird sie durch die 18 Einpresskontakte für niedrige Übertragungsraten
gehalten.

Mehrere Steckverbinder werden lose auf der Rückplatte an allen Kontaktpunkte ausgerichtet und dann
gleichzeitig mit einem massiven flachen Werkzeug verpresst.

b) Einpresskontakte allein

In Bearbeitung.

c) Oberflächenverlötete Kontakte

In Bearbeitung.

2.3.6 Montage auf die Einschubkarte

Die Aufnahmehaube muss derart exakt auf die Kontaktleiste der Einschubkarte aufgesetzt werden, dass der
Abstand zwischen Leiterplattenoberfläche auf der Bestückungsseite und maximal 0,1 mm beträgt (siehe
Bezug C).
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3 Maße

3.1 Allgemeines

Das Ursprungsmaßsystem ist metrisch. Alle Maße in den Zeichnungen und Tabellen sind in Millimeter ange-
geben.

Alle Zeichnungen sind in Projektionsmethode 1 dargestellt.

Die Steckverbinder brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Maße
sind einzuhalten.

Fehlende Maße sind unter Berücksichtigung der gemeinsamen Merkmale zweckentsprechend zu wählen.

3.2 Isometrische Darstellung und gemeinsame Merkmale

Legende

Siehe Tabelle 7.

ANMERKUNG Zur Orientierung sind die Bezugsebenen nach IEC 60917-2-2 angegeben.

Bild 7 � Koordinationsmaße
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